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図17焼 結 鉄 の 質量 減 少 率 と す きま との 関 係
*元 福井大学 工学部 機械工学科
(TsunenoriOkada}
料 福井大学 工学部 機械工学科(ShuliHattori)
が得 られ る,Millard$}は空 げき によ る応 力集 中
を考慮 して気孔率 ろ と引張強 さ σBとの関係 を
σ召。。(1一ろ)/(ら)(2)
のよ うに与 えて いる,式(1),(2)よ り質量 減少
率 は,
1ノω 。。σB2。Hヨ2(3)
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図18焼 結 鉄 の壊 食 と硬 さ との 関係
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図19は,焼 結ケルメ ットをライニ ングした銅
一鉛合金の質量減少率とすきまhと の関係を示 し
たものである.こ の場合,ラ イニ ング した銅7鉛
合金では樹枝状に介在 した鉛に沿 ってき裂が進展
し,壊食粉は大 きな塊状にな って脱落す るので,





































超硬合 金 の中 にはCr呂C2,WC,Ticなどの
カーバイ ドをNiやCoのバ インダとともに焼結
したものがある,こ のような超硬合金は耐摩耗性










はほとん ど認 め られない.壊 食面形状はCr3C2
のみのA材 とCr3C2とWCとを半 々含んだB材
とで大 き く異なる.Aで は孔食(深 さ76μm)が
発生するが,Bでは平坦な壊食面(深さ6μm)に
なる.Aでは液相焼結過程で,Cr3C2粒子が"C"



















図21バ インダ量およびWC粒 子の大 きさの影響
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図21は,コ バル トおよびニッケルで焼結 した











ある.表10もWCを コバル トで焼結 した超硬合
金の壊食試験結果である.WCの粒子径は2μm .
と6μmで バインダのCo量 が6%と30%の 合
計4種 類である.WCの粒子径によって壊食抵抗
はそれほど変わ らないが,バ インダが多 くなると









































-:イ オ ン交 換 水


















また一方で,超 硬合金 は一種の複合材料 であ
り,液中では異種金属電池を形成 して腐食を促進
させることも考え られる.腐食環境下では粒子径
が大 き く,Co量が少 ない方がWC間 の コバル ト
が腐食溶解 して消失 しやすいので,そ のために耐
壊食性は悪 くなる,同 様な腐食性の影響 は図22
の85%WC-15%Co合金 の工業用水 中の壊食
試験12〕で も明 らかである.アルカリ性の工業用
水 中ではステンレス鋼 はほとん ど影響 されない
が,WC-Ca合金では壊食量を相当増加 させる.
図23は図22などの磁歪振動試験中に溶出 した
Coイオ ンと質量減少率 との関係 である12〕.Co
相の腐食溶解量に比例 して壊食量は増加する.し
か し,食塩水 中ではC。イオ ンが増加 しても質量
減少率は変わらないが,そ の原因は不明である,


























































布 しているが,含 有Vf=32%材 では比較的
球形に近い小さい粒子が揃っていて,ウ ィスカが
引き抜けたよ うな壊食粉はほとんど見当た らな








































































い ピーク値を示すがrす ぐに減衰する.し か し,
これ らの材料をマ トリックスに した強化材 では





果は軟質な金属ほど大き く,マ トリックスが硬 く
なるほどその割合は減少する.
一方,熱処理型のAl合金は,溶体化処理後時効
処理 を施す と著 しく強度が上昇す る.図28は












































































































































































































































































変化の傾向を示 しても壊食率は全 く変化 しない.
ウィスカ端末にできている欠陥は熱処理 によって
も変化 しないことと,ウ ィスカの含有 によって強
化材の時効硬化が弱まるためである.
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